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(74) 대리인 특허법인 신성

심사관 : 박용민

(54) 전자 카트리지를 위한 커버

요약

커버(12)는 스냅-인 핀(30) 및 발브형 핀(32)을 포함한다.

대표도

도 2

색인어

커버, 스냅-인 핀, 발브형 핀, 열 소자

명세서

기술분야

본 발명은 전자 조립체(electronic assembly)를 위한 커버에 관한 것이다.

배경기술

도1은 본 출원의 양수인인 인텔사에 의해 판매되는 생산품을 도시하고 있다. 이것은 SECC(single edge contact cart

ridge)로 언급된다. 인텔 SECC는 기판(2)에 장착되는 패키지(1)내로 조립되는 마이크로프로세서를 포함한다. SECC

는 또한 정적 랜덤 액세스 메모리(SRAM) 집적 회로를 포함하는 다른 집적 회로 패키지(3)를 갖고 있다.

기판(2)의 하나의 에지(edge)는 전기 커넥터(electrical connector)(5)에 삽입될 수 있는 다수의 콘택 패드들(contact

pads)(4)을 갖고 있다. 전기 커넥터(5)는 컴퓨터의 마더보드와 같은 인쇄 회로 기판(PCB)(6)에 장착될 수 있다. 패드(

4) 및 커넥터(5)는 기판(2)을 PCB(6)에 전기적으로 연결한다.

기판(2) 및 집적 회로 패키지(1,3)가 커버(7) 및 열 플레이트(thermal plate)(8)에 의해 둘러 쌓여진다. 커버(7), 플레

이트(8) 및 기판(2)은 컴퓨터 내로 플러깅될 수 있는 전자 카트리지를 제공한다. 커버(7)와 열 플레이트(8)는 많은 핀

들과 스프링 클립들(도시되지 않음)에 의해 서로 부착되고, 또한 기판(2)에 부착된다. 각각의 핀들과 스프링 클립들을

가짐으로써, 카트리지를 조립하는 데 있어서의 비용 및 복잡성을 증가시킨다. 도1에 도시된 조립체보다 더 적은 부품

을 갖는 카트리지를 제공하는 것이 바람직하다.

발명의 상세한 설명

발명의 요약

본 발명의 일실시예는 전자 조립체의 기판을 위한 커버에 관한 것이다. 커버는 기판의 개구(opening)를 통해 삽입될 

수 있는 스냅-인 핀(snap-in pin)을 포함할 수 있다. 커버는, 또한 기판에 힘(force)을 가하게 하는 발브형 핀(barbed

pin)을 가질 수 있다.

도면의 간단한 설명

도1은 종래 기술의 전자 조립체의 투시도.

도2는 본 발명의 전자 조립체의 일실시예의 분해도.

도3은 부분적으로 조립된 전자 조립체의 투시도.

도4는 조립체의 기판에 부착된 커버를 도시한 단면도.

도5는 커버에 열 소자(thermal element)를 부착하는 것을 도시한 단면도.
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도6은 커버의 보스 내에 끼워 넣어지는(embedded) 발브형 파스너(barbed fastener)를 도시한 확대된 단면도.

실시예

특히 참조 번호에 의해 도면을 참조하면, 도2 및 도3은 본 발명의 전자 조립체(10)에 대한 일실시예를 도시한 것이다.

조립체(10)는 인쇄 회로 기판 서브-조립체(14)에 연결되는 커버(12)를 포함할 수 있다. 서브-조립체(14)는 기판(18)

에 장착된 하나 또는 그 이상의 집적 회로 패키지(16)들을 포함할 수 있다. 서브-조립체(14)는 또한 기판(18)에 납땜

되는 커패시터(capacitor) 및 종단 저항기와 같은 많은 수동 소자들을 포함할 수 있다.

기판(18)은 전기 커넥터(도시되지 않음)내로 플러깅될 수 있는 다수의 콘택 패드(22)들을 갖는 인쇄 회로 기판이 될 

수 있다. 기판(18)은, 또한 다수의 개구(24)들 및 한 쌍의 노치(26)를 가질 수 있다.

커버(12)는 인쇄 회로 기판 서브-조립체(14)의 한 측면을 덮는 패널(28)을 포함할 수 있다. 커버(12)를 기판(18)에 

부착하기 위해 사용되는 한 쌍의 스냅-인 핀(30) 및 한 쌍의 인접한 발브형 핀(32)이 패널(28)로부터 연장되어 있다. 

커버(12)는 대량의 생산량으로 생산하기 위해 비교적 비싸지 않은 플라스틱 사출성형 부품으로서 구성될 수 있다.

도4에서 도시된 바와 같이, 스냅-인 핀(30)이 기판(18)의 개구(24)를 통해 삽입될 수 있다. 각 핀(30)은 그 핀(30)이 

개구(24)로부터 당겨지지 못하도록 방지하는 V형 헤드(34)를 가질 수 있다. 핀(30)이 개구(24)를 통해 삽입될 때 헤

드(34)가 편향된다. 핀(30)은 조립후 커버(12)와 기판(18)이 분리되는 것을 방지한다.

발브형 핀(32)은 기판(18)의 노치(26)를 통해 연장된 센터 핀(center pin)(36)을 각각 갖고 있다. 센터 핀(36)은 커버

(12)의 측방향 억제력(lateral restraint)을 제공한다. 각 핀(32)은, 또한 기판(18)을 맞물리게 하는 한 쌍의 발브(barb

)(38)를 가질 수 있다. 커버(12)가 기판(18)에 조립될 때 발브(38)가 편향된다. 편향된 발브(38)는 핀(30)의 V형 헤드

(34)로 기판(18)을 누르는 스프링 힘(spring force) 및 대응하는 모멘트를 가한다. 이러한 모멘트는 조립체(10)가 진

동 부하를 받을 때 "래틀링(rattle)"하지 않도록 커버(12)와 기판(18) 사이의 상대적인 이동을 방지한다.

도5에 도시된 바와 같이, 집적 회로 패키지(16)는 열을 발생하는 집적 회로(40)를 포함할 수 있다. 조립체는 집적 회

로(40)에 의해 발생되는 열을 제거하기 위해 패키지(16)에 연결된 열 소자(42)를 포함할 수 있다. 열 소자(42)는 기판

내의 대응하는 틈새 구멍(clearance hole)(46)을 통해 연장되어 커버(12)의 보스(48)에 부착되는 한 쌍의 파스너(44)

를 가질 수 있다.

도6에 도시된 바와 같이, 각 파스너(44)는 보스(48)의 내부 채널(50)에 발브드되고(barbed), 끼워 넣어질 수 있다. 내

부 채널(50)은 인터피어런스 피트(interference fit)를 만들기 위하여 발브형 파스너(44)의 주요 직경과 거의 동일한 

직경을 가질 수 있다. 각 보스(48)는 열 소자(42)의 나선줄이 있는 비-발브형 파스너(non-barbed fastener)(대안의 

실시예)에 너트 또는 다른 파스너(도시되지 않음)가 부착될 수 있도록 허용하는 테이퍼형/원추형 개구(tapered/count

ersunk opening)(52)를 가질 수 있다. 따라서, 본 발명의 보스(48)는 열 플레이트(42)를 커버(12)에 부착하기 위한 

상이한 수단을 수용할 수 있다.

도2 및 도3을 참조하면, 단지 기판 구멍(24)을 통해 커버(12)의 스냅-인 핀(30)을 푸시하고, 열 소자(42)의 파스너(4

4)를 커버(12)의 보스(48)로 푸시함으로써 전자 조립체(10)가 쉽게 조립될 수 있다. 본 발명의 커버(12)는, 도1에 도

시된 조립체와 유사한 전자 조립체를 조립하는데 있어서의 부품수 및 복잡성을 감소시킨다.

비록 특정 실시예들이 기술되고 첨부한 도면에서 도시되었지만, 이러한 실시예들은 단지 예시적인 것이며, 본 발명을

제한하는 것이 아니고, 본 발명이 도시되고 기술된 특정한 구조 및 구성에 제한되지 않는다는 것이 이해될 것이다. 그

이유는 이 기술분야에 통상의 지식을 가진 자에게 다양한 변형이 이루어질 수 있기 때문이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
개구 및 노치를 갖는 기판을 포함하는 전자 조립체를 위한 커버에 있어서,

패널;

상기 패널로부터 연장되고, 상기 기판의 개구를 통해 삽입될 수 있는 스냅-인 핀; 및

상기 패널로부터 연장되고, 상기 스냅-인 핀이 상기 기판의 개구를 통해 삽입될 때 기판에 스프링 힘을 인가하는 발

브형 핀

을 포함하는 커버.

청구항 2.
제1항에 있어서,

상기 발브형 핀은 상기 스냅-인 핀이 상기 기판 개구를 통해 삽입될 때 상기 기판의 노치를 통해 연장되는 센터 핀을 

가진

커버.

청구항 3.
제2항에 있어서,

상기 발브형 핀은 상기 스냅-인 핀이 상기 기판의 개구를 통해 삽입될 때 상기 기판에 스프링 힘을 가하는 한 쌍의 발

브를 가진

커버.

청구항 4.
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제1항에 있어서,

상기 스냅-인 핀은 V형 헤드를 포함하는

커버.

청구항 5.
제1항에 있어서,

상기 패널로부터 연장된 보스를 더 포함하는

커버.

청구항 6.
제1항에 있어서,

상기 패널, 상기 스냅-인 핀 및 상기 발브형 핀들은 일체로 성형된 부품으로서 구성되는

커버.

청구항 7.
전자 조립체에 있어서,

개구 및 노치를 가진 기판;

상기 기판에 결합된 집적회로; 및

패널, 상기 패널로부터 연장되고 상기 기판의 상기 개구를 통해 삽입되는 스냅-인 핀 및 상기 패널로부터 연장되고 

상기 기판에 스프링 힘을 인가하는 발브형 핀을 가진 커버

를 포함하는 전자 조립체.

청구항 8.
제7항에 있어서,

상기 발브형 핀은 상기 기판의 상기 노치를 통해 연장된 센터 핀을 가진

전자 조립체.

청구항 9.
제7항에 있어서,

상기 발브형 핀은 상기 기판에 스프링 힘을 가하는 한 쌍의 발브를 갖는

전자 조립체.

청구항 10.
제9항에 있어서,

상기 발브들은 상기 기판에서 모멘트를 발생하는

전자 조립체.

청구항 11.
제7항에 있어서,

상기 스냅-인 핀은 V형 헤드를 포함하는

전자 조립체.

청구항 12.
제7항에 있어서,

상기 커버는 패널로부터 연장된 보스를 포함하는

전자 조립체.

청구항 13.
제7항에 있어서,

상기 패널, 상기 스냅-인 핀 및 상기 발브형 핀은 일체로 성형된 부품으로서 구성되는

전자 조립체.

청구항 14.
제12항에 있어서,

상기 커버의 상기 보스에 부착되는 파스너에 의해 상기 집적 회로에 열적으로 연결된 열 소자

를 더 포함하는 전자 조립체.

청구항 15.
전자 조립체를 조립하기 위한 전자 조립체 조립방법에 있어서,

기판의 개구를 통해 커버의 스냅-인 핀을 삽입하고, 발브형 핀이 기판에 스프링 힘을 가하도록 발브형 핀을 상기 기

판과 맞물려 삽입하는 단계를 포함하는

전자 조립체 조립방법.

청구항 16.
제15항에 있어서,

열 소자를 상기 커버에 부착하는 상기 단계

를 더 포함하는 전자 조립체 조립방법.
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